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（百万円未満切捨て） 

１．平成24年2月期第3四半期の連結業績（平成23年3月1日～平成23年11月30日） 
(1)連結経営成績(累計)                                              （％表示は対前年同四半期増減率） 

 売 上 高 営業利益      経常利益      四半期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年2月期第3四半期 2,364 1.4 70  24.3 69   7.6 22  △25.3
23年2月期第3四半期 2,332 △2.9 56  74.7 64  84.8 29  715.6
 

 １株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期純利益 

 円  銭 円  銭

24年2月期第3四半期     1,522.13 － 
23年2月期第3四半期 2,037.92 － 
 
(2)連結財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円  銭

24年2月期第3四半期 1,197 869 72.6 59,301.93
23年2月期 1,155 861 74.6 58,752.34
（参考）自己資本 24年2月期第3四半期      869百万円  23年2月期      861百万円 
 
２．配当の状況 

 年間配当金 

 第 1四半期末 第 2四半期末 第 3四半期末 期末 合計 

  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭

23年2月期 － 0.00 － 1,000.00 1,000.00 

24年2月期 －    0.00 －   

24年2月期（予想）     0.00    0.00 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：有・無 
 
３．平成24年2月期の連結業績予想（平成23年3月1日～平成24年2月29日）  

（％表示は、対前期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり 
当期純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円  銭

通  期 3,200 4.0 76 22.6 75 8.4 31 14.7 2,135.61
（注）当四半期における業績予想の修正有無：有・無 
 



 

 

４．その他 

 

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動   ：有・無 
新規   －社（社名     ）、除外   －社（社名      ） 

 
(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用   ：有・無 

(注) 詳細は添付資料Ｐ．２「２.その他の情報」をご覧下さい。 

 
(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更       ：有・無 
② ①以外の変更              ：有・無 
(注) 詳細は添付資料Ｐ．２「２.その他の情報」をご覧下さい。 

 
(4) 発行済株式数（普通株式） 
  
① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年2月期3Ｑ 17,718株 23年2月期  17,718株
② 期末自己株式数 24年2月期3Ｑ  3,055株 23年2月期  3,055株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年2月期3Ｑ 14,663株 23年2月期3Ｑ 14,663株

 
（※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示） 
※ この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、

金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

 
（※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項） 
※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。

実際の業績等は、業況の変化により、上記予想数値と異なる場合があります。上記予想に関する事項は添付資料のＰ．２「２.その

他の情報」をご覧下さい。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により低下した生産活動等が徐々に回復

し、景気は緩やかな回復基調を示していたものの、欧州政府の財政問題に起因した海外経済の低迷や円高の影響によ

り企業収益の悪化が懸念され、先行き不透明な状況が続いております。 

 情報システム業界におきましては、顧客の情報化投資の縮小、延期等、設備投資を抑制する動きが続いており、受

注環境は依然として厳しい状況にあります。 

 半導体業界におきましては、スマートフォンやタブレットＰＣをはじめとする携帯端末関連の需要が好調であった

ものの、夏場以降の世界的な景気減速を背景に需給関係が軟調に推移したため、半導体メーカーの設備投資が本格的

に回復するまでには至っておりません。 

 このような状況のもと、当社グループは積極的な受注活動を行うとともに各種経費の見直し・削減に努め、厳しい

状況を乗り越えるべく対応を行いました。 

 以上の結果、売上高は2,364,738千円（前年同期比1.4％増）、営業利益は70,324千円（前年同期比24.3％増）、経

常利益は69,251千円（前年同期比7.6％増）となりましたが、東京本社の移転に係る事務所移転費用引当金繰入額

10,401千円の計上等により四半期純利益は22,318千円（前年同期比25.3％減）となりました。  

  

 セグメントの業績は次のとおりであります。  

  

  ① ＩＴ事業 

 ＩＴ事業につきましては、ＩＴインフラの構築・設計支援、業務系を中心としたＷｅｂ系システムの開発等の分野

を中心に、既存の顧客との取引拡大に注力いたしました結果、売上高は1,340,671千円、営業利益は85,077千円とな

りました。 

  

② 半導体事業 

 半導体事業につきましては、引き続きアプライドマテリアルズジャパン株式会社からの受注の確保を図るととも

に、国内半導体メーカーからの直受け業務の拡大や部品販売等の強化に注力いたしました結果、売上高は1,024,066

千円、営業利益は139,382千円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は1,197,526千円、負債は327,982千円、純資産は869,544千円となり

ました。 

  

（流動資産） 

当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、1,070,929千円であり、その主な内訳は、現金及び

預金589,659千円、受取手形及び売掛金339,091千円、仕掛品100,118千円であります。 

  

（固定資産） 

当第３四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、126,597千円であり、その主な内訳は、事務所の内 

装等の建物附属設備9,250千円、パソコンをはじめとした工具器具備品8,893千円、連結子会社の吸収合併に伴い

発生したのれん45,397千円、事業所等の差入保証金39,825千円であります。 

  

（流動負債） 

当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、327,982千円であり、その主な内訳は、買掛金

11,773千円、未払金138,844千円、未払費用91,792千円、未払法人税等30,379千円、未払消費税等14,940千円、

賞与引当金11,077千円、東京本社の移転に係る事務所移転費用引当金10,401千円であります。 

  

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、配当金の支払14,663千円、四半期純利益22,318千円の

計上により、869,544千円となりました。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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② キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末から

37,288千円増加し、589,659千円となりました。当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と

それらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間の営業活動の結果、得られた資金は71,834千円（前年同期は67,764千円）となりまし

た。これは税金等調整前四半期純利益57,789千円に対し、減価償却費10,009千円、のれん償却費6,610千円、売上債

権の減少額41,365千円、たな卸資産の増加額35,188千円、賞与引当金の増加額11,006千円、事務所移転費用引当金の

増加額10,401千円、法人税等の支払額33,225千円等によるものであります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間の投資活動の結果、使用した資金は18,748千円（前年同期は17,322千円）となりまし

た。これは有形固定資産の取得による支出4,114千円、無形固定資産の取得による支出5,000千円、投資有価証券の取

得による支出10,000千円等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間の財務活動の結果、使用した資金は14,521千円（前年同期は7,234千円）となりまし

た。これは、配当金の支払額14,521千円によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年２月期の見通しにつきましては、平成23年４月15日に発表いたしました通期業績予想の数値から変更は

ございません。 

  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①一般債権の貸倒見積高 

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められる

ため、前連結会計年度の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  

②繰延税金資産の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度において使用した将来の業績予想やタックス・プランニ

ングを利用する方法によっております。 

  

③固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。  

  

２．その他の情報
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（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（会計処理基準に関する事項の変更） 

１ 資産除去債務に関する会計基準の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。当社は、賃貸借契約に基づき使用する事務所等について、退去時における原状回復に係る債

務を有しておりますが、当該債務に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、現在のところ移転等も予定され

てないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債

務を計上しておりません。 

  

２ 企業結合に関する会計基準等の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係る会計

基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計

基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表

分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成

20年12月26日）を適用しております。 

  

（表示方法等の変更） 

四半期連結損益計算書関係 

１ 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 

  

２ 半導体製造装置関連部品販売に係る売上高及び売上原価については、従来は顧客の依頼に基づき補修部品等

を販売する取次業務の占める割合が多かったことから、売上高から売上原価を差引いた純額で表示しておりまし

たが、近年、顧客数の増加により当社グループにおける半導体製造装置関連部品販売事業の重要性が高まるとと

もに、在庫保有を前提とした部品販売額の金額が増加したことから、第１四半期連結会計期間より売上高と売上

原価をそれぞれ計上する総額表示に変更しております。これにより、従来の表示と比べ、当第２四半期連結累計

期間の売上高及び売上原価がそれぞれ58,697千円増加しております。  

  

３ 前第３四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「為替差損」

は、営業外費用総額の100分の20を超えたため、当第３四半期連結累計期間より区分掲記することとしました。な

お、前第３四半期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「為替差損」は80千円であります。 

  

（追加情報）  

事務所移転費用引当金 

  東京本社の移転により発生する損失に備えるため、これに係る原状回復費用等の見積もり額を計上しておりま

す。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 589,659 552,371

受取手形及び売掛金 339,091 380,842

商品及び製品 2,821 7,462

仕掛品 100,118 59,658

原材料及び貯蔵品 － 736

その他 40,085 27,687

貸倒引当金 △847 △1,094

流動資産合計 1,070,929 1,027,664

固定資産   

有形固定資産 20,964 23,388

無形固定資産   

のれん 45,397 52,008

その他 7,403 7,044

無形固定資産合計 52,801 59,053

投資その他の資産   

その他 56,619 49,567

貸倒引当金 △3,788 △4,216

投資その他の資産合計 52,831 45,351

固定資産合計 126,597 127,792

資産合計 1,197,526 1,155,457

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 11,773 6,588

未払金 138,844 142,517

未払費用 91,792 96,760

賞与引当金 11,006 －

事業所移転費用引当金 10,401 －

未払法人税等 30,379 21,345

その他 33,784 26,759

流動負債合計 327,982 293,971

負債合計 327,982 293,971
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成23年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 326,200 326,200

資本剰余金 348,080 348,080

利益剰余金 268,042 260,386

自己株式 △73,072 △73,072

株主資本合計 869,249 861,593

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 294 △108

評価・換算差額等合計 294 △108

純資産合計 869,544 861,485

負債純資産合計 1,197,526 1,155,457
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

売上高 2,332,672 2,364,738

売上原価 1,889,800 1,909,809

売上総利益 442,871 454,928

販売費及び一般管理費 386,289 384,604

営業利益 56,582 70,324

営業外収益   

受取利息 293 80

助成金収入 － 850

補助金収入 9,784 －

その他 118 309

営業外収益合計 10,196 1,239

営業外費用   

支払利息 － 46

賃貸借契約解約損 1,407 489

為替差損 － 1,009

支払手数料 684 503

その他 339 262

営業外費用合計 2,432 2,311

経常利益 64,346 69,251

特別利益   

固定資産売却益 85 60

貸倒引当金戻入額 452 246

特別利益合計 538 306

特別損失   

固定資産除却損 998 14

事業所移転費用引当金繰入額 － 10,401

その他 － 1,352

特別損失合計 998 11,769

税金等調整前四半期純利益 63,886 57,789

法人税、住民税及び事業税 30,642 44,023

法人税等調整額 3,362 △8,552

法人税等合計 34,004 35,470

少数株主損益調整前四半期純利益 － 22,318

四半期純利益 29,882 22,318

ｼﾞｪｲｴﾑﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱（2423） 平成24年２月期 第３四半期決算短信

6



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 63,886 57,789

減価償却費 9,342 10,009

のれん償却額 6,610 6,610

貸倒引当金の増減額（△は減少） △452 △674

賞与引当金の増減額（△は減少） 7,519 11,006

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △10,000 －

事業所移転費用引当金の増減額（△は減少） － 10,401

有形固定資産除却損 407 14

有形固定資産売却損益（△は益） △85 △60

売上債権の増減額（△は増加） 81,551 41,365

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,247 △35,188

仕入債務の増減額（△は減少） △5,808 5,185

未払金の増減額（△は減少） △68,785 1,415

未払費用の増減額（△は減少） 5,522 △4,658

未払消費税等の増減額（△は減少） 9,904 1,943

その他 1,022 △133

小計 93,388 105,026

利息及び配当金の受取額 293 80

利息の支払額 － △46

法人税等の還付額 4,627 －

法人税等の支払額 △30,545 △33,225

営業活動によるキャッシュ・フロー 67,764 71,834

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △9,119 △4,114

有形固定資産の売却による収入 238 100

投資有価証券の取得による支出 △5,000 △10,000

無形固定資産の取得による支出 △3,657 △5,000

差入保証金の差入による支出 △3,434 △1,608

差入保証金の回収による収入 3,205 1,158

貸付金の回収による収入 445 90

その他 － 625

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,322 △18,748

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △7,234 △14,521

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,234 △14,521

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 △1,275

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 43,206 37,288

現金及び現金同等物の期首残高 574,837 552,371

現金及び現金同等物の四半期末残高 618,043 589,659
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 該当事項はありません。  

  

  

   【事業の種類別セグメント】 

前第３四半期連結累計期間（自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30日） 

 （注）１．事業は取扱いサービス及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各事業区分に属する主要な製品及びサービスは次のとおりであります。 

３．会計方針の変更による影響額  

（受注制作のソフトウエアに係る売上高及び売上原価の計上基準の変更） 

 受注制作のソフトウエアに係る収益の計上基準については、従来、検収基準を適用しておりましたが、「工

事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四

半期連結会計期間に着手した受注制作のソフトウエアにかかる契約から、当第３四半期連結会計期間末までの

進捗部分について成果の確実性が認められるソフトウエア制作については工事進行基準（工事の進捗率の見積

りは原価比例法）を、その他のソフトウエア制作については検収基準を適用しております。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の売上高がＩＴ事業について11,284千円増加し、営業利益は1,812

千円増加しております。半導体事業については影響ありません。 

  

 【所在地別セグメント情報】 

前第３四半期連結累計期間（自平成22年３月１日 至平成22年11月30日） 

 第１四半期連結会計期間において、JM Singapore IT Solutions Pte. Ltd. を新規設立し、連結の範囲に含

めておりますが、本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金

額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメントの情報の記載を省略しておりま

す。 

  

   【海外売上高】 

前第３四半期連結累計期間（自平成22年３月１日 至平成22年11月30日） 

 海外売上高がないため該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
ＩＴ事業 
（千円） 

半導体事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

  
  

売上高   

(1）外部顧客に対する売上高  1,512,788  819,884  2,332,672  －  2,332,672

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  1,512,788  819,884  2,332,672  －  2,332,672

営業利益  114,786  105,949  220,735 ( )164,153  56,582

事業区分 主要製品・サービス 

ＩＴ事業 ＩＴソフト設計・開発・販売、ＩＴインフラ設計・構築 

半導体事業 半導体製造装置の立ち上げ、保守、メンテナンス、部品販売 
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   【セグメント情報】  

１．報告セグメントの概要  

 当社グループの報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役

会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであり

ます。 

 当社グループは、取り扱う製品・サービス別に「ＩＴ事業」、「半導体事業」の二種類の事業を行ってお

り、各事業ごとに各々包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 したがいまして、当社は、事業の種類を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、

「ＩＴ事業」、「半導体事業」の２つを報告セグメントとしております。 

 「ＩＴ事業」は、ＩＴインフラの構築・設計支援、業務系を中心としたＷｅｂ系システムの開発、基盤系

システムの開発、ＦＡ・生産管理システムの開発、ソフトウェアに関する要員派遣、一般人材派遣等を行っ

ております。「半導体事業」は、国内半導体メーカーの工場における半導体製造装置の立ち上げ、保守、メ

ンテナンス等のカスタマーサービス業務、半導体通信制御システムの開発、半導体製造装置に関する部品の

修理・販売を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成23年３月１日 至 平成23年11月30日） 

（注）「その他」の区分の154,135千円は、各報告セグメントに配賦していない全社費用であり、その主な

内容は、当社の管理部門に係る費用であります。 

  

３．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）  

 報告セグメントの利益の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額は、「その他」の区分の利益であ

ります。   

  

   【報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報】  

     該当事項はありません。 

  

（追加情報）  

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平 

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20

号 平成20年３月21日）を適用しております。 

   

 該当事項はありません。 

  

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

四半期連結損益
計算書計上額 

ＩＴ事業 半導体事業 計 

売上高  

外部顧客への売上高  1,340,671  1,024,066  2,364,738 －  2,364,738

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ － － － － 

計  1,340,671  1,024,066  2,364,738 －  2,364,738

セグメント利益  85,077  139,382  224,459 ( )154,135  70,324

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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 研究開発費の実績値 

 当第３四半期連結累計期間における当社グループの研究開発費の総額は12,914千円であります。これは、ＩＴ事

業における販売目的の製品開発によるものであります。 

  

  

４．補足情報
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